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	附件1：　
	
	
	
	
	
	
	

	集成电路领域储备课题征集简表

	课题名称
	
	总经费（万元）
	
	拟支持科技经费（万元）
	

	牵头单位
	
	联合单位
	

	课题负责人
	
	课题计划实施周期
	
	联系人
	
	联系电话
	（建议手机号码）

	一、立项背景（不超过600字）
*********（从以下方面阐述：1、课题研究对国家、北京意义；2、国内外研究现状；3、产业化前景分析）
二、课题目标（不超过200字）
************************ 
三、研究内容（不超过1000字）
 ***********（从以下方面阐述：1、研究任务；2、提炼关键技术和创新点）
四、考核指标
************************（清晰、可量化、可考核）
五、预期效果（不超过300字）
*************************（从技术先进性和社会效益展开）
六、单位、团队、组织分工及负责人简要情况（不超过600字）
承担单位及参加单位：******（简要介绍单位情况）
团队及研究基础：******（重点介绍团队组成和相关研究基础）
组织分工：******
    课题负责人简介：***** 
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